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【年通号数】公開・登録公報2019-028
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【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｂ  33/09     (2006.01)
   Ｃ０３Ｂ  33/033    (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/53     (2014.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年5月1日(2020.5.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板から物品を切断する方法であって、
　前記方法は：
　前記レーザ光線焦線に、パルスレーザ光線を集束させるステップ；
　前記レーザ光線焦線を、第１の所定の経路に沿った第１の複数の場所において、前記基
板へと配向するステップであって、前記レーザ光線焦線は、前記基板内に誘起吸収を生成
し、前記誘起吸収は、前記レーザ光線焦線に沿って、前記基板内に、各前記第１の複数の
場所において、欠陥線を生成し、前記第１の所定の経路は閉路である、ステップ；
　前記基板を前記第１の所定の経路に沿って加熱して、前記第１の複数の場所の各前記欠
陥線を通して割れを伝播させることにより、前記基板から内部プラグを分離するステップ
；及び
　前記分離するステップの後に、前記内部プラグを加熱して、前記プラグを前記基板から
取り外すステップ
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記レーザ光線焦線を、前記第１の所定の経路と交差しない第２の所定の経路に沿った
第２の複数の場所において、前記基板へと配向するステップを更に含み、
　前記レーザ光線焦線は、前記基板内に誘起吸収を生成し、前記誘起吸収は、前記レーザ
光線焦線に沿って、前記基板内に、各前記第２の複数の場所において、欠陥線を生成する
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基板を前記第２の所定の経路に沿って加熱して、前記第２の複数の場所の各前記欠
陥線を通して割れを伝播させるステップを更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の所定の経路は円形路であり、前記第２の所定の経路は、前記第１の所定の円
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形路と同心の経路である、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記基板を前記第１の所定の経路に沿って加熱する前記ステップは、第２のレーザ光線
に、前記第１の所定の経路を通過させるステップを含む、請求項１～４のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項６】
　前記プラグは、前記プラグの加熱中に変形する、請求項１～５のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項７】
　前記プラグの少なくとも１つの部分は、前記基板の軟化点以上の温度に加熱される、請
求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記プラグを加熱する前記ステップは、前記プラグの中央領域のみを加熱する、請求項
１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記内部プラグは冷却時に、前記内部プラグに機械的外力を印加することなく、前記基
板から落下する、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
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